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Abstract (en)
[origin: WO9323873A1] An integrated stack of layers (22) incorporating a plurality of IC chip layers (26) has an end layer (30) which is formed of
dielectric material (or covered with such material). The outer surface (42) of the end layer (30) provides a substantial area for the spaced location
of a multiplicity of lead-out terminals (50), to which exterior circuitry can be readily connected. In the preferred embodiment, each lead-out terminal
(50) on the outer surface (42) of the end layer (30) is connected to IC circuitry embedded in the stack by means of conducting material in a hole (48)
through the end layer (30), and a conductor (trace) (44) on the inner surface (40) of the end layer (30) which extends from the hole to the edge of the
end layer, where it is connected by a T-connect to metallization on the access plane face of the stack (22).

Abstract (fr)
L'invention concerne une pile de couches intégrées (22) constituée d'une pluralité de couches de puces de circuit intégré (26) dont la couche
terminale (30) est en matériau diélectrique (ou est recouverte de ce type de matériau). La surface extérieure (42) de la couche terminale (30)
présente une surface substantielle pour une multiplicité de bornes de sortie (50) auxquelles on peut raccorder facilement un circuit extérieur. Dans
un mode préféré de réalisation, chaque borne de sortie (50) sur la surface extérieure (42) de la couche terminale (30) est raccordée au circuit
intégré dans la pile au moyen d'un matériau conducteur prévu dans un orifice (48) formé dans la couche terminale (30), et à un conducteur (trace)
(44) situé dans la surface intérieure (40) de la couche terminale (30) qui s'étend depuis l'orifice jusqu'au bord de la couche terminale. Chaque borne
est raccordée à la couche de métallisation au moyen d'une connexion en T sur la face d'accès plane de la pile (22).
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